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Die zerstorungsfreien Untersuchung von elektronischen Bautei-
len oder Baugruppen bendétigt oft eine Inspektion per Rontgen-
Technologie. Damit lassen sich verdeckte Strukturen bis in die
unterste Konstruktionsebene sichtbar machen

Spezielle Software ldsst die Elektronik- und
Mechatronik-Fertigung produktiver werden
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Flexible, zuverlissige
Supply-Chain-Losungen
qualitativ hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung von
hochwertigen Basismaterialien und Prepregs
zur Fertigung von Leiterplatten mit
unterschiedlichsten Anwendungsgebieten.
Unser globales Vertriebsnetz versetzt uns in
die Lage, Kunden in allen Regionen der Welt zu
beliefern.

Wir bieten kundenspezifische Supply-Chain-
Lésungen und mit zwei komplett ausgestatteten
Service-Zentren in GroRbritannien und
Deutschland ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der europaischen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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